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回転基板上のLESを使用した流体シミュレーション
(株)SCREENセミコンダクターソリューションズ

洗浄開発統轄部 佐藤雅伸
目的 半導体製造工程での基板の液体処理プロセスを想定し、回転する基板上の流体状

態をシミュレーションにて明らかにすること

内容 2021年度の成果から解析を発展させ、基板回転数、液体流量、粘度などを変化さ
せた条件で計算を実施した。

結果 物性条件や流量、回転数など条件変更を実施しても問題無く計算完了し、それぞ
れの速度、液膜データを解析した

・例：流量=0.45,0.9LPM 条件の計算による、液膜厚結果、半径方向速度結果

利用した計算機：SQUID
ノード時間：1800時間
並列化 ：最大760並列

※この成果は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
の「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業」（JPNP20017）の結果得ら
れたものです。
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液膜厚比較 半径方向速度比較

0.45LPM

計算結果
画像








